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(54)【発明の名称】 発光ダイオード及び該発光ダイオードを光源として用いた液晶表示器のバックライト装置

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  ＬＥＤチップから出射された光を効率よく出
射面から取り出すことができる発光ダイオード及びそれ
を用いたバックライト装置を提供する。
【解決手段】  ＬＥＤチップ４は基板２上の一対の外部
電極３にバンプ５を介してフリップチップボンディング
によって電気的に接続されると共に、ＬＥＤチップ４が
フリップチップボンディングされた基板２上に、ＬＥＤ
チップ４の周囲を包囲する貫通孔６ａを有するランプハ
ウス６を取り付け、貫通孔６ａ内にモールド樹脂８が充
填されている。ランプハウス６の貫通孔６ａの高さや傾
斜角度を制御することによって、発光ダイオード１の指
向特性を制御できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】ＬＥＤチップと、該ＬＥＤチップの電極に
各々接続された一対の外部電極が形成された基板と、前
記ＬＥＤチップの発光面上を覆うモールド樹脂とを備え
た発光ダイオードにおいて、前記ＬＥＤチップは前記基
板上の一対の外部電極にバンプを介してフリップチップ
ボンディングによって電気的に接続されると共に、前記
ＬＥＤチップがフリップチップボンディングされた基板
上に、前記ＬＥＤチップの周囲を包囲する貫通孔を有す
るランプハウスを取り付け、該貫通孔内に前記モールド
樹脂が充填されていることを特徴とする発光ダイオー
ド。
【請求項２】前記ＬＥＤチップは青色系の光を発光する
と共に、前記モールド樹脂には前記ＬＥＤチップの発光
の一部を吸収してＬＥＤチップの発光よりも長波長光を
発生する蛍光体が分散され、前記ＬＥＤチップの発光と
前記蛍光体から発生する光との混色によって白色に発光
することを特徴とする請求項１記載の発光ダイオード。
【請求項３】前記蛍光体は、ガーネット構造を有するイ
ットリウム・アルミン酸塩系の蛍光体に不活剤としてセ
リウム及びプラセオジウムをドープした蛍光体であるこ
とを特徴とする請求項２記載の発光ダイオード。
【請求項４】前記請求項１乃至請求項３記載の発光ダイ
オードをプリント基板上に発光方向が該プリント基板と
略水平な向きになるように実装し、該発光ダイオードの
光出射面と端面が略同じ高さで平行に近接するように前
記プリント基板上に導光板が配設されて成ることを特徴
とする液晶表示器のバックライト装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ノート型パソコ
ン、携帯電話等の液晶表示部のバックライト装置用の光
源として用いられる発光ダイオード及びこの発光ダイオ
ードを導光板の端部に配設して構成したバックライト装
置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、この種のバックライト装置用の光
源として、導光板の端面に冷陰極蛍光管（ＣＦＬ）やエ
レクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子を配設したものが
用いられていた。しかし、ＣＦＬやＥＬ素子を光源とし
て用いたものはインバータ等の点灯回路を必要とするた
め全体として大型化するなどの問題があった。
【０００３】そこで、小型で長寿命且つ低消費電力とい
う特徴を有する発光ダイオードを光源として利用したバ
ックライト装置が提案されている。この種バックライト
装置に用いられる発光ダイオード９０は、例えば図５乃
至図６に示すように構成されており、図５（ａ）は平面
図、（ｂ）は垂直断面図、図６はこの発光ダイオード９
０をバックライト装置の光源として用いる際にプリント
基板９６上に実装した状態を示す斜視図である。
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【０００４】図５に示す発光ダイオード９０は、一対の
外部電極を成す電極パターンが適宜形成された板状の絶
縁性基板９３上にＬＥＤチップ９１を固着し、該ＬＥＤ
チップ９１の電極と絶縁性基板９３上の電極パターンと
が金線等のワイヤ９２によって電気的に接続されてい
る。また、ＬＥＤチップ９１が載置された基板９３上は
略半円筒状のモールド樹脂９４によって封止されてい
る。
【０００５】このとき、フルカラー表示を行う液晶表示
部のバックライト装置用の光源として、発光ダイオード
９０には白色発光が求められるため、ＬＥＤチップ９１
として、例えばＧａＮ、ＧａＡｌＮ、ＩｎＧａＮ、Ｉｎ
ＧａＡｌＮ等の窒化物系化合物半導体やＺｎＳｅ（セレ
ン化亜鉛）等で発光層を形成し、３８０ｎｍ～５００ｎ
ｍの青色系で発光する素子を用い、このＬＥＤチップ９
１全体を封止するモールド樹脂９４として、エポキシ樹
脂にガーネット構造を有するイットリウム・アルミン酸
塩系の蛍光体を均一に分散させたものを用いている。こ
れによって、ＬＥＤチップ９１から放出された青色系の
光の一部を前記蛍光体が吸収して、ＬＥＤチップ９１の
青色系の光の波長より長い波長の光（黄橙色系）に変換
し、この蛍光体によって波長変換された黄橙色系の光と
前記ＬＥＤチップ９１からの青色系の光とが混合されて
白色の光となり、この混合した白色光が外部に放出され
るものである。この発光ダイオード９０の発光スペクト
ルを示すものが図８であり、４７０ｎｍ付近にピークを
有する青色系の光と５７０ｎｍ付近にピークを有する黄
橙色系の光との混色によって白色光が得られるものであ
る。
【０００６】次に、発光ダイオード９０の製造方法とし
ては、まず、各発光ダイオード９０に対応する複数の電
極パターンが形成された基板９３上に複数のＬＥＤチッ
プ９１をダイボンドし、該ＬＥＤチップ９１の電極と絶
縁性基板９３上の電極パターンとを金線等のワイヤ９２
によって電気的に接続する。そして、ＬＥＤチップ９１
が載置された基板９３上をトランスファーモールド等に
より前記蛍光体が均一に分散されたモールド樹脂９４を
略半円筒状に硬化させ封止する。その後、基板９３を切
断し、個々の発光ダイオード９０が形成されるものであ
る。
【０００７】こうして形成された発光ダイオード９０
は、図６に示すようにプリント基板９６上に基板９３が
垂直な向き即ち発光方向をプリント基板９６の向きと水
平になるようにして置かれ、発光ダイオード９０の基板
９３の外部電極パターンとプリント基板９６上の配線パ
ターンとが半田付け９５されて電気的な接続が図られる
と共に固定される。そして、図７に示すように、発光ダ
イオード９０が実装されたプリント基板９６上に、発光
ダイオード９０のモールド樹脂９４が嵌め込まれる半円
筒型に窪んだ凹部９７ａが端面に形成された導光板９７
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を載せ、その上にフレーム９８によって支持された液晶
表示器９９を載せて液晶表示部１００が組み立てられ
る。なお、特に図示していないが、導光板９７は例えば
アクリル樹脂等の透光性材料によって形成され、上面に
は均一な面発光を得るために適宜拡散処理が施されてお
り、下面には内面反射率を高め効率良く発光面へ光を導
くために適宜反射部材が設けられたりしている。
【０００８】以上のように従来の液晶表示部１００は構
成されており、発光ダイオード９０からの光は凹部９７
ａから導光板９７内に進入し、該導光板９７の下面の反
射部材によって反射し、または導光板９７の上面に直接
入射し、導光板上面に施された拡散処理によって拡散さ
れて均一に面発光し、液晶表示器９９を背面から照明し
て液晶表示部１００に表示を行うものである。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、こうし
た従来の発光ダイオード９０は、複数のＬＥＤチップ９
１を載せ樹脂モールドした基板９３を切断する方法によ
って個々の発光ダイオード９０が製造されるものである
ため、モールド樹脂９４の導光板９７端面と接してない
側面（切断面）から光が漏れてしまい発光効率が悪いと
いった問題があった。また、発光ダイオード９０の指向
性を制御するには、レンズ形状（モールド樹脂９４の形
状）の変更が必要であり、金型の変更などにコストや手
間がかかるといった問題があった。さらに、近年こうし
た携帯電話等の液晶表示部１００には、薄型化、高輝度
化が求められており、液晶表示部１００を薄型化するた
めには、導光板９７をより薄型にする必要があり、従来
の発光ダイオード９０ではさらに発光効率が低下してし
まい、液晶表示部の高輝度化のためには発光ダイオード
９０の数を増やすことが避けられず、コストアップの要
因となってしまっており、こうした問題の解決が課題と
されるものとなっていた。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明は上記した従来の
課題を解決するための具体的手段として、ＬＥＤチップ
と、該ＬＥＤチップの電極に各々接続された一対の外部
電極が形成された基板と、前記ＬＥＤチップの発光面上
を覆うモールド樹脂とを備えた発光ダイオードにおい
て、前記ＬＥＤチップは前記基板上の一対の外部電極に
バンプを介してフリップチップボンディングによって電
気的に接続されると共に、前記ＬＥＤチップがフリップ
チップボンディングされた基板上に、前記ＬＥＤチップ
の周囲を包囲する貫通孔を有するランプハウスを取り付
け、該貫通孔内に前記モールド樹脂が充填されているこ
とを特徴とする発光ダイオードを提供することで課題を
解決するものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】次に本発明を図に示す実施形態に
基づいて詳細に説明する。
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【００１２】図１乃至図２は本発明に係る発光ダイオー
ド１の第一実施形態を示しており、図１は垂直断面図、
図２は平面図を示している。この発光ダイオード１は、
板状の絶縁性基板２上に一対の外部電極を成す電極パタ
ーン３が形成され、この電極パターン３上にＬＥＤチッ
プ４が固着されている。ＬＥＤチップ４は、裏面側に正
負一対の電極を有していて、これら電極部のそれぞれを
前記基板２上の電極パターン３の一対の外部電極のそれ
ぞれに、Ａｕバンプ、はんだバンプ等のバンプ５を介し
て電気的に接続されていて、所謂フリップチップボンデ
ィングされている。このとき、ＬＥＤチップ４の材質と
しては、例えばＧａＮ、ＧａＡｌＮ、ＩｎＧａＮ、Ｉｎ
ＧａＡｌＮ等の窒化物系化合物半導体やＺｎＳｅ（セレ
ン化亜鉛）等で発光層を形成し、３８０ｎｍ～５００ｎ
ｍの青色系で発光する素子が用いられる。
【００１３】さらに、こうしてＬＥＤチップ４がフリッ
プチップボンディングされた基板２上にランプハウス６
が接着剤７によって接着されて設けられている。このと
きランプハウス６には、図２に示すように水平断面形状
が略楕円形状の貫通孔６ａが形成されており、この貫通
孔６ａ内にＬＥＤチップ４が収まるようになっている。
このとき貫通孔６ａは、図１に示すように上面から下面
に向かって開口径が小さくなるように内面に傾斜が付け
られており、ＬＥＤチップ４から貫通孔６ａの内面に向
かって出射された光をこの内面で反射させて上方に出力
させることで、ＬＥＤチップ４から出射された光を効率
良く出射面から取り出すことができるようになってい
る。
【００１４】ランプハウス６の材質としては、ＬＥＤチ
ップ４からの光の反射率が高く、耐熱性に優れ、形成が
容易なものが望ましく、例えば、ポリフタルアミド（商
標名アモデル）等のナイロン系の樹脂や商標名ベクトラ
等の各種液晶ポリマー等の熱可塑性樹脂が用いられる。
また、必要に応じてシリカ、酸化チタンなどの各種セラ
ミックやガラス繊維などを５０ｗｔ％程度配合すること
で、荷重たわみ温度が２４０℃以上の高い耐熱性を有す
るものが得られる。さらに、ランプハウス６の貫通孔６
ａの内面には、Ａｌ、Ａｇ、Ｗなどの金属やＴｉＯ

２
等

の金属酸化物などの高反射率材料よりなる被膜を形成し
たり、白色顔料を塗布する等によってＬＥＤチップ４か
らの光の反射率が高められる処理を施すことができる。
【００１５】そして、その後、エポキシ樹脂等にガーネ
ット構造を有するイットリウム・アルミン酸塩系の蛍光
体を均一に分散させたモールド樹脂８を基板２上に接着
されたランプハウス６の貫通孔６ａ内に注入して、ＬＥ
Ｄチップ４の周囲を全てモールド樹脂８で封止し、この
モールド樹脂８を硬化して蛍光体を固定し、発光ダイオ
ード１が構成されるものである。これによって、ＬＥＤ
チップ４から放出された青色系の光の一部を前記蛍光体
が吸収して、ＬＥＤチップ４の青色系の光の波長より長
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い波長の光（黄橙色系）に変換し、この蛍光体によって
波長変換された黄橙色系の光と前記ＬＥＤチップ４から
の青色系の光とが混合されて白色の光となり、この混合
した白色光が直接またはランプハウス６の貫通孔６ａの
内面によって反射されて出射面より外部に放出されるも
のである。
【００１６】こうして形成された発光ダイオード１は、
図３に示すようにプリント基板９上に発光ダイオード１
の基板２が垂直な向き即ち発光方向をプリント基板９の
向きと水平になるようにして置かれ、発光ダイオード１
の基板２の外部電極パターン３とプリント基板９上の配
線パターンとが半田付けされて電気的な接続が図られる
と共に固定される。そして、発光ダイオード１が実装さ
れたプリント基板９上に導光板１０を載せて、バックラ
イト装置１１が組み立てられる。さらに、その上に図示
しない液晶表示器を載せて液晶表示部が組み立てられ
る。なお、特に図示していないが、導光板１０は例えば
アクリル樹脂等の透光性材料によって薄い板状に形成さ
れ、上面には均一な面発光を得るために拡散処理が施さ
れたり、下面には内面反射率を高め効率よく発光面へ光
を導くために反射部材等が適宜設けられたりしている。
【００１７】このとき、発光ダイオード１の光出射面は
導光板１０の端面と平行に近接しており、発光ダイオー
ド１の高さは導光板１０端面の垂直方向長さ（厚み）に
合わせて略同じ長さで形成されている。即ち、発光ダイ
オード１のランプハウス６を導光板１０端面の垂直方向
長さに合わせて断面横長の直方体形状に形成し、これに
合わせ貫通孔６ａは、短軸が導光板１０端面の垂直方向
に沿って、長軸が導光板１０端面の水平方向に沿って横
長の楕円形状に形成されている。なお、当然ながら、基
板２もこれに合わせて横長の長方形状に形成されるもの
である。
【００１８】以上のように発光ダイオード１が形成され
ることによって、ランプハウス６の貫通孔６ａの高さや
傾斜角度を制御することによって、発光ダイオード１の
指向特性を制御することができ、バックライト装置を設
計する上での自由度が増すだけでなく、従来の発光ダイ
オードの問題点であった導光板端面と接してない側面
（切断面）からの光漏れを防止でき、バックライト装置
の光量を高めることができるものである。
【００１９】また、ＬＥＤチップ４が基板２上にフリッ
プチップボンディングされた構造であるため、従来のワ
イヤボンディングされた構造に比べて光の取り出し効率
は向上し、また、樹脂モールド時におけるワイヤー切断
による発光ダイオードの不点灯事故も防止できるもので
ある。
【００２０】さらに、こうして液晶表示部全体が構成さ
れることで、発光ダイオード１から出射した光は導光板
１０の端面から導光板１０内に進入し、該導光板１０の
下面の反射部材によって反射し、または導光板１０の上
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面に直接入射し、導光板１０上面に施された拡散処理に
よって拡散されて均一に面発光し、液晶表示器を背面か
ら照明して液晶表示部に表示を行うものである。
【００２１】なお、上記実施形態では、発光ダイオード
１のモールド樹脂８に分散する蛍光体としてはガーネッ
ト構造を有するイットリウム・アルミン酸塩系の蛍光体
を用いているが、特に不活剤としてセリウム（Ｃｅ）及
びプラセオジウム（Ｐｒ）をドープした蛍光体を用いれ
ば、図４に示す発光スペクトルのグラフのように６１０
ｎｍと６３０ｎｍ付近に新たなピークが出現し、赤色領
域の発光が増加することで演色性の良好な白色発光ダイ
オードが得られる。このことは、フルカラー液晶表示部
のバックライト装置用の光源として用いる場合、従来の
白色発光ダイオードでは、図８に示したように６００ｎ
ｍ以上の赤色領域の発光が少なくこれによって暗く暖か
みのない表示として観測されていたものを、赤色領域の
光を増加することで明るく暖かみのある白色発光が得ら
れるというものである。
【００２２】また、上記実施形態では、青色系のＬＥＤ
チップと蛍光体とを用い白色に発光する発光ダイオード
を例にとって説明してきたが、本発明はこれについては
限定されず、液晶表示部のバックライト装置用の光源と
して求められる発光色によって、他の色に発光するＬＥ
Ｄチップと蛍光体とを適宜組み合わせて混色発光する発
光ダイオードでも良く、また、ＬＥＤチップが求められ
る色に発光するものであれば、蛍光体はモールド樹脂に
混入しなくても良い。
【００２３】また、上記実施形態では、発光ダイオード
１のランプハウス６の貫通孔を略楕円形状として説明し
てきたが、本発明はこれについても限定されず、導光板
の厚みや大きさによっては円形や方形であっても良い。
【００２４】また、バックライト装置１１に用いる発光
ダイオード１の数も液晶表示部の大きさに応じて適宜選
択されるものであり、上記実施形態に限定されるもので
はない。
【００２５】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、Ｌ
ＥＤチップは基板上の一対の外部電極にバンプを介して
フリップチップボンディングによって電気的に接続され
ると共に、前記ＬＥＤチップがフリップチップボンディ
ングされた基板上に、前記ＬＥＤチップの周囲を包囲す
る貫通孔を有するランプハウスを取り付け、該貫通孔内
に樹脂が充填されている発光ダイオードとしたことで、
ランプハウスの貫通孔の高さや傾斜角度を制御すること
によって、発光ダイオードの指向特性を制御することが
でき、バックライト装置を設計する上での自由度が増す
だけでなく、従来の発光ダイオードの問題点であった導
光板端面と接してない側面（切断面）からの光漏れを防
止でき、バックライト装置の光量を高めることができ
る。また、ＬＥＤチップが基板上にフリップチップボン
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ディングされた構造であるため、従来のワイヤボンディ
ングされた構造に比べて光の取り出し効率は向上すると
共に、樹脂モールド時におけるワイヤー切断による発光
ダイオードの不点灯事故も防止できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る発光ダイオードの第一実施形態を
示す断面図である。
【図２】本発明に係る発光ダイオードの第一実施形態を
示す平面図である。
【図３】本発明に係る発光ダイオードを用いたバックラ
イト装置を示す平面図である。
【図４】本発明に係る発光ダイオードの発光スペクトル
を示すグラフである。
【図５】従来例における発光ダイオードを示す説明図で
あり、（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図である。
【図６】従来例における発光ダイオードをプリント基板
上に実装した状態を示す斜視図である。 *
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*【図７】従来例における発光ダイオードを用いたバック
ライト装置を示す平面図である。
【図８】従来例における発光ダイオードの発光スペクト
ルを示すグラフである。
【符号の説明】
１……発光ダイオード
２……基板
３……電極パターン
４……ＬＥＤチップ
５……バンプ
６……ランプハウス
６ａ……貫通孔
７……接着剤
８……モールド樹脂
９……プリント基板
１０……導光板
１１……バックライト装置

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】
【図５】 【図６】

【図８】



(6) 特開２００２－２１７４５９

【図７】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
// Ｆ２１Ｙ 101:02                                       Ｆ２１Ｙ 101:02                       
  
Ｆターム(参考） 2H091 FA23Z FA45Z FB02 LA09
                      LA16 
                4M109 AA01 BA03 CA21 DB14 EB18
                      GA01 
                5F041 AA04 AA06 AA14 CA34 CA40
                      CA43 DA09 DA20 DA43 DA74
                      DA75 DA78 DB09 EE25 FF11



专利名称(译) 以发光二极管为光源的液晶显示器的发光二极管和背光装置

公开(公告)号 JP2002217459A 公开(公告)日 2002-08-02

申请号 JP2001007434 申请日 2001-01-16

[标]申请(专利权)人(译) 斯坦雷电气株式会社

申请(专利权)人(译) 斯坦雷电气有限公司

[标]发明人 森田康正
永野利明

发明人 森田 康正
永野 利明

IPC分类号 G02F1/13357 F21V8/00 F21Y101/02 H01L23/28 H01L33/28 H01L33/32 H01L33/50 H01L33/56 H01L33
/60 H01L33/62 H01L33/00

CPC分类号 H01L2224/45144 H01L2224/48091 H01L2924/00014 H01L2924/00

FI分类号 H01L33/00.N F21V8/00.601.E F21V8/00.601.D G02F1/13357 H01L23/28.D F21Y101/02 F21S2/00.430 
F21S2/00.439 F21S2/00.441 F21V8/00.320 F21Y115/10 H01L33/00.182 H01L33/00.186 H01L33/00.
410 H01L33/00.424 H01L33/00.432 H01L33/00.440 H01L33/28 H01L33/32 H01L33/50 H01L33/56 
H01L33/60 H01L33/62

F-TERM分类号 2H091/FA23Z 2H091/FA45Z 2H091/FB02 2H091/LA09 2H091/LA16 4M109/AA01 4M109/BA03 4M109
/CA21 4M109/DB14 4M109/EB18 4M109/GA01 5F041/AA04 5F041/AA06 5F041/AA14 5F041/CA34 
5F041/CA40 5F041/CA43 5F041/DA09 5F041/DA20 5F041/DA43 5F041/DA74 5F041/DA75 5F041
/DA78 5F041/DB09 5F041/EE25 5F041/FF11 2H191/FA71Z 2H191/FA85Z 2H191/FB02 2H191/LA09 
2H191/LA21 2H391/AA15 2H391/AB04 2H391/AB06 2H391/AC53 2H391/AD26 2H391/CA34 3K244
/AA02 3K244/BA07 3K244/BA11 3K244/BA20 3K244/BA21 3K244/BA26 3K244/BA50 3K244/CA03 
3K244/DA01 3K244/DA13 3K244/DA24 3K244/DA25 3K244/DA27 3K244/EA12 3K244/LA06 5F141
/AA04 5F141/AA06 5F141/AA14 5F141/CA34 5F141/CA40 5F141/CA43 5F141/FF11 5F142/AA56 
5F142/AA84 5F142/BA03 5F142/BA32 5F142/CA11 5F142/CD02 5F142/CD16 5F142/CD45 5F142
/CD47 5F142/CE03 5F142/CE06 5F142/CE13 5F142/CE16 5F142/CE17 5F142/CG04 5F142/DA02 
5F142/DA12 5F142/DA45 5F142/DA52 5F142/DA54 5F142/DB38 5F142/DB42 5F142/EA02 5F142
/EA18 5F142/EA32 5F142/GA14 5F142/HA01 5F241/AA04 5F241/AA06 5F241/AA14 5F241/CA34 
5F241/CA40 5F241/CA43 5F241/FF11

外部链接 Espacenet

摘要(译)

（带更正） 解决的问题：提供一种发光二极管以及使用该发光二极管的
背光装置，该发光二极管能够从发光面有效地提取从LED芯片发出的
光。 LED芯片（4）通过倒装芯片接合经由凸块（5）电连接到基板
（2）上的一对外部电极（3），并且LED芯片（4）倒装芯片接合到基板
（2）。 附接具有围绕芯片4的通孔6a的灯罩6，并且模制树脂8填充在通
孔6a中。 通过控制灯罩6的通孔6a的高度和倾斜角度，可以控制发光二
极管1的方向特性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0bdc0b54-c6a4-4b9c-bef8-4a9e644aa53a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018875184/publication/JP2002217459A?q=JP2002217459A

